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Miniaturisierte Elektronikmodule fiir aggressive Umgebungen

Flussigkristallpolymer (LCP), ein thermoplastisches dielektrisches Folienmaterial mit sehr geringer Wasserspeicherung (< 0,04 %), hoher

chemischer Bestandigkeit und geringer Warmeausdehnung, ist bestens geeignet als Substratmaterial und Ummantelung fiir kleine

miniaturisierte Elektronikmodule [1, 2]. LCP hebt sich von anderen Polymermaterialien ab, die in der Mikroelektronik Anwendung finden. Unter

allen Polymermaterialien ist seine Wasser- und Gaspermeabilitdt am geringsten. Mit den entsprechenden De BT /F1 8.0 mM1erlegd ET konnT oniga prech
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